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摘要(译)

本实用新型公开了一种多腔隔离式电极导管，在管体上固套有阻抗环和
锑电极固定环，管体为多腔管，管体内的腔道分为与参考电极数目相同
的第一腔道、与阻抗环数目相同的第二腔道以及与锑电极数目相同的第
三腔道，在第一腔道中穿设第一铜导线，该第一铜导线的前端与参考电
极连接，后端与连接器相连接，在第二腔道中穿设第二铜导线，第二铜
导线的前端从管体壁上的通孔中穿出，并与对应的阻抗环连接，后端与
连接器相连接，在第三腔道中穿设第三铜导线，第三铜导线的前端与锑
电极连接，后端与连接器相连接。本实用新型解决了传统每段串联时因
为粘胶不牢容易漏水的风险，同时也提高了整个电极导管的结构强度，
解决了传统穿线困难的问题，避免了铜导线粘连短路的风险。
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